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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月26日(2016.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通孔が形成され、前記貫通孔の内壁から平面視で前記貫通孔の内側に突出する突出部
を有するコア層と、
　前記貫通孔の内部に互いに離間した状態で平面視で並べて収容され、互いが並べられる
方向に対する側部が前記突出部に係合される複数の電子部品と、
　前記貫通孔の内部に充填され、前記電子部品の少なくとも側面を保持する樹脂層と
　を含む、配線基板。
【請求項２】
　前記貫通孔は平面視で矩形状であり、前記突出部は、少なくとも、前記複数の電子部品
が並べられる方向に対する側方に位置する一対の前記内壁から突出しており、前記電子部
品は、互いが並べられる方向に対する両側の側部が前記突出部に係合される、請求項１記
載の配線基板。
【請求項３】
　前記突出部は、平面視で矩形状の前記貫通孔の前記内壁に沿って矩形環状に形成されて
おり、前記電子部品は、互いが並べられる方向に対する両側の側部が前記突出部に係合さ
れる、請求項２記載の配線基板。
【請求項４】
　前記貫通孔は平面視で矩形状であり、前記突出部は、前記複数の電子部品が並べられる
方向に対する側方に位置する一対の前記内壁から突出する一対の突出部であり、前記電子
部品は、前記両側の側部がそれぞれ前記一対の突出部に係合される、請求項２記載の配線
基板。
【請求項５】
　前記突出部の突出方向と前記コア層の厚さ方向とで規定される前記突出部の断面の形状
は、前記コア層の両方の面からテーパ状に形成される形状である、請求項１乃至４のいず
れか一項記載の配線基板。
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【請求項６】
　前記電子部品は直方体状であり、長手方向の両端に電極が形成されており、前記電極の
側部が前記突出部に係合される、請求項１乃至５のいずれか一項記載の配線基板。
【請求項７】
　前記電子部品は直方体状であり、前記電子部品の長手方向に沿って前記複数の電子部品
が配列される、請求項１乃至６のいずれか一項記載の配線基板。
【請求項８】
　前記電子部品はキャパシタチップである、請求項１乃至７のいずれか一項記載の配線基
板。
【請求項９】
　コア層の一方の面及び他方の面から底に向かって開口が徐々に小さくなる穴部を形成す
ることにより、内壁から平面視で内側に突出するとともに、断面視で先端に向かって細く
なるテーパ状の突出部を有する貫通孔を前記コア層に形成する工程と、
　前記貫通孔の内部に互いに離間した状態で複数の電子部品を平面視で並べて収容し、前
記複数の電子部品が互いに並べられる方向に対する側部を前記突出部に係合させる工程と
、
　前記貫通孔の内部に樹脂材料を充填することにより、前記電子部品の少なくとも側面を
保持する樹脂層を形成する工程と
　を含む、配線基板の製造方法。
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